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(11) besteht; dem Wasserdaandlchten Beutelteil (8) auf -
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ter - Bauel emenhontage)aub HBR" RaasddarprickiéR]  Di S 261" dntagevdokanten 1ui00&H fhaibidigianen-age
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ei nes i erfahr en far ein Hal bl “fag?s" montiert wird.

Eﬁlsbl el #]2 eﬁl emarMo tle ?n Hféa‘s{ens el rfla?ﬁgﬁqgm % eve éeil %? a%?enm r%% le-
dem das nﬁ’t‘r } aE &Qle :f?f?: Auf-
schnel zl d de,q? n agesu trat ( 4) substrat (@4)
wasser danp tgglen emes walSdMdahfalcnigh I d. Beut,ﬁgng,gﬁ "% , E| nschwel I 3en
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couche di spasfadel (i2)& sem conduct eurs pour nont aggueen i nterne (18)
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couche de | exdéhloarrpdd polyginyligéra. cou- . 45 de tr ansgion ti2,edahs @ouehiegin gkmert bbiliaire
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| equel/1 edit di sp05| tif & sem conducteurs est ngpl Rqitidile@didhe forhsnt baierd@o)
nmont age (974)prétb® do mbhtagblU@en BBpUsRSa ABMES | € I et dshishiisét éh dunfiimRosi tif a
som conduct ebrkductéuks’ sel6te Ial reldnbio®ion 28Nddner e de sac (8) etanche a |'hum dite.
28. Procedo6 Igi@el meditt aigdsitl 3l Bedicondadeuts ésta sem - 15 conducteurs solon |'une
quel conque deatérser ledicsubstaide roontagd P4pqualy, dans | equel ledit disposi- tif a
sem conduct euessheub2 lapis fe ratait dudis dispdsiitlh t substrat de nontage (94) par

f usi on- br as agmicondactss. (1Br de délévedt emdormege d' un di spositif a sem -

conduct eur s de gélf) dtancheddibmiidiéat i on 28, dans | equel |adite fusion-brasage
est une fusion bar rayonnenent infrarouge. 25 30. Proc6d6 de nontage d'un
di sposi t i #8 £raséqs de mopfauscH Wy Figpositi 6r§S'F“a r®vendi cati on 28, dans | equel

| adi te fusi GPRIYetes; §elone Eyne gygleanguq @ef n phase vapeur. 30 31. Proc6d6 de
nont age d' urYe'g'ICE A &aéé"?ﬁ’e' '°6’6H'6 Feurs solon la revendication 28, dans

quuéi»’ | adi t! te noyen- nant |a m se en place dudit

di spositif & dem(?ﬁﬂ?fﬁéé ﬁ"rf'ésm('f?fag& dudit substrat de montage 35 (94)

dans un f ayf Cqrurs de®, nontage d' un dispositif a sem -
conduct eurscgr%ﬁg E‘aﬁi?& na:slalgjipggg& vendi cations 21 & 31, dans

| oquel I adi 4&.4 éfus:o rrul tiples (11) possede une couche
formant bar rg ,qrgm afggel | NO e a errpe- cher la pdnetration d humdite. 33.
Procede de nont age d un di spositif a sem s 45 conducteurs selon |a

revendi Casg, ®Procddd, dél AbadeCluIE bisposit & sbhient en forne de sac (8) etan- che a
| " hum dit 6 pewtQeles dashx laCevsnbiesiol 28, dadd) enpechant une charge

dl ect r ost at ilegue ladita AiLiosirashgé es va@tsbesn (18, 21) enpchant 50 une charge

el ectrost at ipbpse vapparnt situee a | 'inte- rieur de |ladite couche formnt
barribre (20), et |'autre desdites couche® (18,21) enpechant une charge

el ect r ost 3 iPepgédéeden mpntaget dlere digpositifek semier i eur de | adite barribre (20).

55 34. Procéendudeurngsiena Gererpndication SBodanei f & seni - conducteurs solon la

revendi cat i agued jadiin fusieg-brasage est induite moyen-
nant la mise en pi’ace dudit dispositif & semi-

conducteurs (12) et dudit substrat de montage 35
~(94) dans un four de cl'_lauffage.

32. Procédé de montage d'un dispositif & semi-
conducteurs selon I'une quelconque des re-
vendications 21 & 31, dans fequel ladite pelli- 40
cule & couches multiples (11) posséde une
couche formant barriére (20) destinée & empé-
cher la pénéiration d’humidité.

33. Procédé de montage d'un dispositif & semi- 45
conducteurs selon la revendication 32, dans
lequel ledit élément en forme de sac (8) étan-
che & I'humidité posséde deux couches (18,

21) empéchant une charge électrostatique,
'une desdites couches (18, 21) empéchant 50
une charge électrostatique étant située a linté-
rieur de ladite couche formant barriére (20), et
l'autre desdites couches (18,21) empéchant
une charge électrostatique étant située 2 I'ex-
térieur de ladite barridre (20). 55

34. Procédé de montage d'un dispositif 3 semi-
conducteurs selon la revendication 32 ou 33,

! AN D



